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二、内容简介
　　半导体产业作为信息技术的核心支撑，涵盖了从芯片设计、制造到封装测试等多个环节。目前，摩尔定律仍然主导着行业发展方向，即每两年左右集成电路的晶体管数量翻一番，性能成倍提升。然而，随着制程节点逼近物理极限，传统硅基半导体面临诸多挑战，如功耗增加、散热困难等问题。为此，业界积极探索新材料和新架构，如氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）等宽禁带半导体以及三维堆叠技术，以突破现有瓶颈。此外，人工智能、物联网等新兴应用对计算能力提出了更高要求，促使企业加大研发投入，推出更多高性能、低功耗的产品。同时，全球化供应链管理成为保障稳定供应的关键因素之一，各国政府也在积极制定相关政策支持本地产业发展。
　　未来，半导体行业的进步将围绕着技术创新和社会责任履行展开。市场调研网认为，一方面，量子计算、神经形态计算等前沿领域的突破将为半导体带来全新的应用场景和发展机遇。另一方面，随着环境保护意识的增强，绿色制造理念将贯穿于整个产业链条中，从原材料选择到废弃物处理都遵循可持续发展原则。同时，数据隐私保护法规的出台迫使企业在产品设计阶段就考虑安全性问题，确保用户信息安全。最后，国际合作交流将进一步加深，共同应对全球性挑战，分享最新研究成果和技术经验，促进整个行业的健康发展。

第一章 中国半导体市场
　　第一节 中国半导体产业运行分析
　　　　一、2008年我国半导体市场现状
　　　　二、2008年全球半导体市场现状
　　　　三、中国半导体市场在全球中的地位
　　　　四、中国半导体市场发展趋势
　　第二节 中国半导体设备和材料市场分析
　　　　一、国内外半导体材料发展分析
　　　　二、我国半导体制造材料市场
　　　　三、全球及中国半导体设备市场分析
　　第三节 集成电路
　　　　一、我国IC芯片产业市场产能及布局
　　　　二、2008年中国集成电路市场分析
　　　　三、国内外集成电路市场发展现状及差距
　　第四节 电子元器件市场
　　　　一、中国电子元件行业发展现状
　　　　二、我国电子元器件发展渠道
　　　　三、我国电子元器件市场发展趋势
　　第五节 半导体分立器件市场

第二章 晶圆制造产业简介
　　第一节 晶圆制造工艺简介
　　第二节 全球晶圆产业及主要厂商简介
　　　　一、全球晶圆产业发展现状
　　　　二、全球晶圆产业市场规模及主要厂商
　　　　三、全球晶圆产品市场结构
　　　　四、全球晶圆产能预测
　　第三节 中国半导体产业政策环境
　　　　一、政策背景及进展情况
　　　　二、《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》内容
　　　　三、财税[2008]1号文件发布软件企业所得税优惠政策
　　第四节 中国晶圆制造业现状及预测
　　　　一、全球晶圆代工市场现状
　　　　二、中国晶圆代工市场现状
　　　　三、从晶圆设备支出看全球及中国晶圆产能

第三章 封测产业简介
　　第一节 封测工艺简介及未来发展趋势
　　　　一、先进封装技术的发展趋势
　　　　二、IC测试技术发展趋势：
　　第二节 全球IC封测市场简介
　　第三节 全球IC封测产业格局
　　第四节 中国IC封测产业发展历史及现状
　　　　一、中国IC封测产业发展历史
　　　　二、2008年中国IC封测产业发展状况
　　　　三、我国半导体封测产业市场竞争形势
　　第五节 中国IC封测产业格局
　　第六节 中国IC封测产业预测
　　第七节 中国二手半导体设备市场现状
　　第八节 二手IC设备制造商格局
　　第九节 二手IC设备进口相关政策

第四章 半导体设备厂商
　　第一节 Applied Materials
　　第二节 Tokyo Electron Limited
　　第三节 ASML
　　第四节 KLA-Tencor
　　第五节 尼康精机公司
　　第六节 Dainippon Screen
　　第七节 Novellus
　　第八节 Lam Research

第五章 晶圆厂商
　　第一节 中芯国际
　　第二节 上海华虹NEC电子有限公司
　　第三节 上海宏力半导体制造有限公司
　　第四节 华润微电子
　　第五节 上海先进半导体
　　第六节 和舰科技（苏州）有限公司
　　第七节 BCD半导体制造有限公司
　　第八节 方正微电子有限公司
　　第九节 中宁微电子公司
　　第十节 南通绿山集成电路有限公司
　　第十一节 纳科（常州）微电子有限公司
　　第十二节 珠海南科集成电子有限公司
　　第十三节 康福超能半导体（北京）有限公司
　　第十四节 科希-硅技半导体技术第一有限公司
　　第十五节 光电子（大连）有限公司
　　第十六节 西安西岳电子技术有限公司
　　第十七节 吉林华微电子股份有限公司
　　第十八节 丹东安顺微电子有限公司
　　第十九节 敦南科技
　　第二十节 福建福顺微电子
　　第二十一节 杭州立昂
　　第二十二节 杭州士兰微电子
　　第二十三节 宁波中纬
　　第二十四节 绍兴华越微电子
　　第二十五节 深爱半导体（sisemi）
　　第二十六节 赛米微尔（Semeware）
　　第二十七节 茂德科技
　　第二十八节 南京高新半导体公司
　　第二十九节 上海汉升科集成电路

第六章 封测厂商
　　第一节 日月光
　　第二节 矽品
　　第三节 菱生精密
　　第四节 京元电子
　　第五节 超丰电子
　　第六节 宁波明昕电子
　　第七节 宏盛科技
　　第八节 威宇科技GAPT
　　第九节 巨丰电子
　　第十节 通用半导体
　　第十一节 瀚霖电子
　　第十二节 捷敏电子
　　第十三节 凯虹电子
　　第十四节 北京三菱四通微电子公司
　　第十五节 南茂
　　第十六节 Intel
　　第十七节 摩托罗拉（Motorola）
　　第十八节 飞利浦（Philips）
　　第十九节 国家半导体（National Semiconductor）
　　第二十节 超微（AMD）
　　第二十一节 安靠科技（Amkor Technology）
　　第二十二节 新科金朋（STATS ChipPAC）
　　第二十三节 三星电子（SAMSUNG）
　　第二十四节 KEC
　　第二十五节 新加坡联合科技（UTAC）
　　第二十六节 三洋半导体（蛇口）有限公司
　　第二十七节 东莞长安乐依文半导体装配测试厂（ASAT）
　　第二十八节 清溪三清半导体
　　第二十九节 上海新康电子
　　第三十节 上海松下半导体
　　第三十一节 上海纪元微科微电子
　　第三十二节 瑞萨半导体（苏州）有限公司（原日立半导体（苏州）有限公司）
　　第三十三节 英飞凌科技（苏州）有限公司
　　第三十四节 矽格微电子（无锡）有限公司
　　第三十五节 南通富士通微电子
　　第三十六节 瑞萨四通集成电路（北京）有限公司
　　第三十七节 深圳赛意法电子
　　第三十八节 天水华天科技股份有限公司（原甘肃永红）
　　第三十九节 浙江华越芯装电子股份有限公司
　　第四十节 骊山微电子
　　第四十一节 汕头华汕电子器件有限公司
　　第四十二节 华联电子有限公司
　　第四十三节 上海华旭微电子
　　第四十四节 无锡华润安盛科技有限公司
　　第四十五节 中电华威电子（原连云港华威电子）
　　第四十六节 江苏长电科技股份有限公司
　　第四十七节 成都亚光电子
　　第四十八节 万立电子（无锡公司）
　　第四十九节 桂林斯壮微电子有限责任公司（南方电子有限公司）
　　第五十节 乐山-菲尼克斯
　　第五十一节 (中智林)珠海南科电子有限公司
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